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(54) Bezeichnung: LEITERRAHMEN UND GEHAUSE FUR EIN STRAHLUNGSEMITTIERENDES BAUELEMENT, STRAH- 
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(57) Abstract: The invention relates to a conductor frame (2) and a housing, in addition to a radiation -emit ting component formed 
therewith and a method for the production thereof. The conductor frame has a support part with at least one binding wire connecting 
area (10) and at least one electric soldered connecting strip (3a.b). in which a separately built thermal connecting part (4) having 
a chip assembly area (11) is attached. In order to form the housing, the conductor frame (2) is enveloped with a molded material, 
wherein the thermal connecting part is embedded in such a way that it can be thermally connected from the outside. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen (2) und ein Gehause sowie ein damit gebildetes strahlungs- 
£3 emittierendes Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Der Leiterrahmen weist dabei ein Tragerteil mit mindestens 
einem BonddrahtanschluSbereich ( 10) und mindestens einem elektrischen Lotanschlussstreifen (3a,b) auf, in das ein separat gefer- 
tigtes thermisches Anschlussteil (4) eingeknupft ist, das einen Chipmontagebereich (11) aufweist. Zur Bildung eines Gehauses ist 
der Leiterrahmen (2) vorzugsweise mit einer Formmasse umhullt, wobei das thermische Anschlussteil so eingebettet wird, dass es 
von auSen thermisch anschliessbar ist. 



WO 02/084749 A2 I UIII 1H1IEII II IIIQi 1111 III! I If 111 Ulir IIHI Mil llil lllll III! IIIIIB llll ill! llll 



Verdffentlicht: Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
veroffentlichen nach Erhalt des Berichts Codes and Abbreviations ") am Anfang jeder regularen Ausgabe 

der PCT-Gazette verwiesen. 



Docket # r r Z)rnr>f { r>Q£& 

Applic. # 

Lerner ana Greenoerg, P.A. 

Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954)925-1100 Fax: (954) 925-1101 



